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図3. ポリイミド形成過程でのマスクロマトグラム
を用いた発生ガス曲線

m/z=87

( DMAc )
m/z=64

( SO2 )

m/z=93

( アニリン )
m/z=18

( H2O )

120 150 200 300 400 450 450

温度（℃）

イ
オ
ン
電
流
強
度

m/z=44

( DMAc, CO2 )

A.一段目の重量減少に相当 B.二段目の重量減少に相当

H3C

H3C
C CH3

O

N

DMAc

PYA3-002

ポリイミド形成過程で発生する腐食性ガスの分析

ポリイミドは半導体産業などの分野で絶縁材として用いられておりますが、その形成過程において発生する様々なガスは、電子

回路パターンを腐食し、ICの信頼性を大きく損なう原因となります。そこでポリイミド皮膜の形成過程における発生ガスの溶出の様

子をEGA-MS（No.PYT-007参照）とTGを用いて観測しました。

ポリイミド皮膜の形成方法を図1に示します。BPDAと3,3‘-DDSの混合物を一次加熱し、ポリアミック酸を生成します。これをさらに

二次加熱し、ポリイミドへと転化します。二次加熱過程の重量変化を測定したTG曲線（図２）では、主に1段階目の100から350℃

と、2段階目の350から450℃にかけての重量減少が観測されました。同様にこの過程をダブルショット・パイロライザーを用いた

EGA-MSで測定した結果を図３に示します。ここでAの領域が図２の一段目の重量減少に相当し、Bの領域が2段目の重量減少に

相当します。これらの成分をGCで分離同定し、注目する成分の特徴的なのイオンのマスクロマトグラムを図3に適応することによ

り、それらの溶出の状態を観測することが可能です。今回の結果からは、ポリイミドの形成過程では段階的にガスが発生し、１段

階目ではDMAc、CO2およびH2Oが、2段階目ではCO2、SO2とアニリンが発生することが分かりました。

このように発生ガス分析法を高分子材料に使うことで、容易に各種の問題解決が可能です。

図1. ポリイミドの形成方法
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図2. ポリイミド形成過程のTG曲線
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